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二、内容简介
　　实际上，封装产业自2000年以后就显得越来越重要，BGA、FC、CSP等封装形式的问世，加快了半导体产业的发展。而半导体制造的前端则停滞不前，一直维持在12英寸晶圆时代，15英寸晶圆或许不会出现。而现在一种革命型的封装——TSV封装出现了，也就是所谓的3D IC。这项技术将大幅度提高芯片的晶体管密度，不是平面密度，是立体密度，使半导体产业可以超越摩尔定律的发展速度。不仅是封装企业，晶圆代工厂、IBM、三星、英特尔、高通等全球所有重量级半导体企业都在积极开发TSV技术。在图像传感器、MEMS领域TSV已经大量出货，未来将快速扩展到内存领域，2013年会扩展到DSP、射频IC、手机基频、应用处理器、CPU和GPU领域。2013年，TSV市场规模将从目前的不足3亿美元扩展到20亿美元以上，是半导体产业发展速度最快的领域。
　　另一方面，先进封装的驱动力越来越强。IC先进封装主要指IC载板封装，主要包括BGA、CSP、FC、LGA型封装。应用领域主要包括手机、内存、PC（CPU、GPU和Chipest）、网络通信、消费类电子。网络通信包括高速交换机、路由器、基地台。消费类电子主要指游戏机、IPOD、ITOUCH、高端PMP。手机的功能越来越强大，而越来越薄，智能手机所占的比例越来越高。内存则DDR3成为主流，速度提高到1GHz以上，CPU则出现多核CPU，管脚数超过1200。中国的3G和全球的4G网络铺设让基地台的销售大增。宅经济让游戏机出货量狂飙。这些都是先进封装的市场。
　　全球19家IC先进封装厂家2009年收入预测
　　日本和中国台湾地区基本上领导了IC封装产业。全球前12大企业中，7家中国台湾企业、2家日本企业、2家美国企业、1家韩国企业。
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